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DESCRIPCION
Sensor de huella dactilar y terminal que lo usa
Campo técnico

La presente divulgacion se refiere a terminales y, en particular, a un sensor de huella dactilar y un terminal que lo
usa.

Antecedentes

Un sensor de huella dactilar puede incluir en general un conjunto de chip y un conjunto de proteccion. El conjunto de
proteccion puede proteger el conjunto de chip y aumentar la rigidez del conjunto de chip, por lo que es conveniente
para montar el sensor de huella dactilar en el terminal. El conjunto de chip puede incluir una superficie exterior y una
superficie interior. La superficie exterior se expone fuera del terminal, por lo que la superficie exterior puede tocarse.
El elemento de proteccion cubre en general la superficie exterior o la superficie interior, que puede aumentar el
espesor del sensor de huella dactilar, por lo que el sensor de huella dactilar puede no ser adecuado para un terminal
fino.

El documento WO 2016/036046 A1 se refiere a un médulo de sensor de huella dactilar que puede tener una funcion
impermeable mejorada y un método de fabricacion para ello. El médulo de sensor de huella dactilar incluye un
sensor de huella dactilar, un sustrato principal y una resina conductora dispuesta entre el sensor de huella dactilar y
el sustrato principal para sellar el sensor de huella dactilar y el sustrato principal.

El documento DE 102013005500 A1 se refiere a un sensor de huella dactilar que incluye una capa conductora que
puede recibirse dentro de un alojamiento de un dispositivo electrénico.

El documento US 2011/0309482 A1 se refiere a un sensor de huella dactilar que puede incluir un material para
encapsular en un IC de deteccidn de dedo y que cubre el area de deteccion de dedo y un bisel adyacente al area de
deteccion de dedo y en una superficie mas superior de la capa para encapsular.

El documento CN 105825165A se refiere a un modulo de identificacion de huella dactilar, un dispositivo terminal y un
método de ensamblaje. El mddulo de identificacion de huella dactilar incluye un chip de huella dactilar, una placa de
cubierta de huella dactilar, una tarjeta de circuito flexible, una placa de refuerzo y un anillo decorativo dispuesto en la
periferia del chip de huella dactilar.

El documento CN101131945A se refiere a un método de fabricacién para una estructura de empaquetado de chip.
Una capa de material de empaquetado se forma en una superficie de un sustrato. Una pelicula se une en una
superficie de la capa de material de empaquetado. Una primera herramienta de corte penetra en el sustrato y en el
material de empaquetado a lo largo de una linea de corte y una segunda herramienta de corte penetra en el sustrato
a lo largo de parte de la linea de corte para exponer parte de la capa de material de empaquetado.

Sumario

Las realizaciones de la presente divulgacién proporcionan un sensor de huella dactilar y un terminal que usa el
mismo, que puede reducir el espesor del sensor de huella dactilar.

Segun un primer aspecto, se proporciona un sensor de huella dactilar como se expone en la reivindicacién 1. El
sensor de huella dactilar incluye un conjunto de chip y un conjunto de proteccién. El conjunto de chip incluye una
tarjeta de circuito y un elemento de sellado laminado en la tarjeta de circuito. El conjunto de proteccién incluye un
primer elemento de proteccion. El conjunto de proteccién rodea al menos una porcién del lado periférico del conjunto
de chip. La tarjeta de circuito sobresale del elemento de sellado. El elemento de sellado incluye una superficie de
limitacion que rodea la tarjeta de circuito. Una forma de la superficie de limitacion es igual que la del primer elemento
de proteccion, donde la superficie de limitacion del elemento de sellado se acopla con el primer elemento de
proteccion para definir un espacio para recibir la tarjeta de circuito.

Segun un segundo aspecto, se proporciona un sensor de huella dactilar como se expone en la reivindicacién 6. El
sensor de huella dactilar incluye un conjunto de chip y un conjunto de proteccién. El conjunto de chip incluye una
tarjeta de circuito y un elemento de sellado laminado en la tarjeta de circuito. El conjunto de proteccion incluye un
primer elemento de proteccion. El conjunto de proteccién rodea al menos una porcién del lado periférico del conjunto
de chip. El elemento de sellado sobresale de la tarjeta de circuito. La tarjeta de circuito incluye una superficie de
limitacion que rodea el elemento de sellado. Una forma de la superficie de limitaciéon es igual que la del primer
elemento de proteccion, donde la superficie de limitacion de la tarjeta de circuito se acopla con el primer elemento de
proteccion para definir un espacio para recibir el elemento de sellado.

Segun un tercer aspecto, se proporciona un terminal como se expone en la reivindicacion 8. El terminal incluye un
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alojamiento y un sensor de huella dactilar del primer o segundo aspecto antes analizados.

En la presente divulgacion, el sensor de huella dactilar no es grueso debido al conjunto de proteccion, por lo que el
sensor de huella dactilar es adecuado para un terminal fino.

Breve descripcion de los dibujos

Para ilustrar las soluciones técnicas de las realizaciones de la presente divulgacion mas claramente, se describiran
brevemente los dibujos usados en la descripcion de las realizaciones, y sera aparente que los dibujos descritos a
continuacion son realizaciones de la presente divulgacion y serd aparente para los expertos en la materia que
pueden obtenerse otros dibujos desde los dibujos sin ningun trabajo creativo.

La figura 1 es una vista estructural de un terminal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion, que
ilustra que un sensor de huella dactilar se expone fuera de una cubierta trasera del sensor de huella dactilar.

La figura 2 es una vista estructural de un terminal de acuerdo con otra realizacién de la presente divulgacién, que
ilustra que el sensor de huella dactilar se expone fuera de una superficie delantera del terminal.

La figura 3 es una vista en perspectiva de un sensor de huella dactilar de acuerdo con una realizacion de la
presente divulgacion.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un conjunto de chip del sensor de huella dactilar de la figura 3.

La figura 5 es una vista en perspectiva del conjunto de chip del sensor de huella dactilar de la figura 3, visto
desde otro punto de vista.

La figura 6 es una vista despiezada del sensor de huella dactilar de la figura 3.

La figura 7 es una vista en seccion del sensor de huella dactilar de la figura 3.

La figura 8 es una vista despiezada del sensor de huella dactilar de la figura 7.

La figura 9 es una vista en perspectiva de un sensor de huella dactilar de acuerdo con otra realizacién de la
presente divulgacion.

La figura 10 es una vista en perspectiva de un conjunto de chip del sensor de huella dactilar de la figura 9.

La figura 11 es una vista en perspectiva del conjunto de chip del sensor de huella dactilar de la figura 9, visto
desde otro punto de vista.

La figura 12 es una vista despiezada del sensor de huella dactilar de la figura 9.

La figura 13 es una vista en seccidn del sensor de huella dactilar de la figura 9.

La figura 14 es una vista despiezada del sensor de huella dactilar de la figura 13.

La figura 15 es un diagrama de flujo de un método para fabricar un sensor de huella dactilar de acuerdo con una
realizacién de la presente divulgacion.

Descripcion detallada de realizaciones ilustradas

Se describiran en detalle realizaciones de la presente divulgacion en las siguientes descripciones, cuyos ejemplos se
muestran en los dibujos adjuntos, en los que los mismos elementos o similares y elementos con la misma funcién o
similar se indican por numeros de referencia parecidos a través de las descripciones. Las realizaciones aqui
descritas en referencia a los dibujos adjuntos son explicativas e ilustrativas, se usan solo para ilustrar la presente
divulgacién y no se interpretaran para limitar la presente divulgacion.

En la descripcion de la presente divulgacion, debe entenderse que las orientaciones o relaciones de posicidon
ilustradas por términos como "central", "longitudinal”, "lateral", "longitud", "anchura", "espesor", "superior", "inferior",
"delantero”, "trasero", "izquierda", "derecha", "vertical", "horizontal", "de arriba", "de abajo", "interior", "exterior", "en
sentido horario", y "en sentido antihorario" se basan en una relacién de orientacién o posicién basada en los dibujos
adjuntos y no se usan para indicar o implicar que los dispositivos o elementos deben tener orientaciones especificas
y deben interpretarse y operar en orientaciones especificas y no se interpretaran para limitar la presente divulgacion.
Ademas, los términos como "primero" y "segundo” se usan aqui con fines de descripcion y no pretenden indicar o
implicar importancia o significado relativo o implicar el nimero de caracteristicas técnicas relacionadas. Por ello, la
caracteristica definida con "primero" y "segundo” puede incluir una o mas de esta caracteristica. En la descripcion de
la presente divulgacion, "una pluralidad de" o "un nimero de" significa dos o mas de dos, a menos que se
especifique lo contrario.

En la presente divulgacion, a menos que se especifique o limite de otra forma, los términos "montado”, "conectado”,
"acoplado", y similares se usan ampliamente y pueden, por ejemplo, ser conexiones fijas, conexiones desmontables
0 conexiones integrales; también pueden ser conexiones mecanicas o eléctricas; también pueden ser conexiones
directas o conexiones indirectas mediante estructuras intermedias; también pueden ser comunicaciones interiores de
dos elementos o relacion de interaccidon mutua entre dos elementos. Los expertos en la materia pueden entender el
significado especifico de los anteriores términos en la presente divulgacion segun situaciones especificas.

En la presente divulgacion, a menos que se especifique y limite de otra forma, una primera caracteristica “en” o
“bajo” una segunda caracteristica puede incluir que la primera caracteristica esta en contacto directo con la segunda
caracteristica y puede incluir ademés que la primera caracteristica y la segunda caracteristica no estan en contacto
directo entre si, pero contactan mediante una caracteristica adicional formada entre medias. Asi mismo, la primera
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caracteristica “en”, “encima”, o “sobre” una segunda caracteristica puede incluir que la primera caracteristica esta en
angulo recto u oblicuo “en”, “encima”, o “sobre” la segunda caracteristica o solo significa que la primera caracteristica
esta a una altura mayor que la de la segunda caracteristica. La primera caracteristica “bajo”, “debajo”, o “en la parte
inferior de” una segunda caracteristica puede incluir que la primera caracteristica esta en angulo recto u oblicuo
“bajo”, “debajo”, o “en la parte inferior de” la segunda caracteristica o solo significa que la primera caracteristica esta

a una altura menor que la de la segunda caracteristica.

Se proporcionan diversas realizaciones y ejemplos en la siguiente descripcion para implementar diferentes
estructuras de la presente divulgacion. Para simplificar la presente divulgacion, se describiran elementos y
configuraciones de ejemplos especificos. Ciertamente, estos elementos y configuraciones son solo ejemplos y no
pretender limitar la presente divulgacion. Ademas, los nimeros de referencia pueden repetirse en diferentes
ejemplos de la presente divulgacion. Esta repeticion tiene el fin de lograr simplificacion y claridad y no se refiere a
relaciones entre diferentes realizaciones y/o configuraciones. Asi mismo, se proporcionan ejemplos de diferentes
procesos y materiales en la presente divulgacion. Sin embargo, se apreciaria por los expertos en la materia poder
aplicar también otros procesos y/o materiales.

Lo siguiente ilustrara ademas realizaciones de la presente divulgacién en detalle en combinacion con los dibujos
adjuntos.

Los terminales ilustrados en realizaciones de la presente divulgacion pueden ser terminales méviles o terminales
fijos. Los terminales méviles pueden ser teléfonos méviles, tabletas, ordenadores de a bordo, etc. Los terminales
fijos pueden ser ordenadores de sobremesa, cajeros automaticos, etc.

La figura 1 es una vista estructural de un terminal seguin una realizacion de la presente divulgacion. Un terminal 1000
puede incluir un sensor de huella dactilar 1001. El sensor de huella dactilar 1001 se expone fuera de una cubierta
trasera 1002 del terminal 1000. La cubierta trasera 1002 puede definir un orificio pasante (no indicado) para exponer
el sensor de huella dactilar 1001 fuera de la cubierta trasera 1002. Un usuario puede tocar el sensor de huella
dactilar 1001 para introducir una instruccion, por ejemplo, una instruccién de desbloqueo, una instruccién de
fotografiar una imagen o similar. Cuando el sensor de huella dactilar 1001 se expone fuera de la cubierta trasera
1002 del terminal 1000, el sensor de huella dactilar 1001 se dispone en general para ser adyacente a una camara
trasera del terminal 1000, por lo que es conveniente para tocar el sensor de huella dactilar 1001. El sensor de huella
dactilar 1001 puede ademas disponerse en otras posiciones y la presente divulgaciéon no se limita a ello.

La figura 2 es una vista estructural de un terminal segun otra realizacion de la presente divulgacion. Un terminal
2000 puede incluir un sensor de huella dactilar 2001. El sensor de huella dactilar 2001 se expone fuera de una
superficie delantera del terminal 2000 donde se ubica una pantalla de representacion 2002, es decir, el sensor de
huella dactilar 2001 se dispone en una posicién de un lado periférico alrededor de la pantalla de representacion
2002. Cuando el sensor de huella dactilar 2001 se expone fuera de la superficie delantera del terminal 2000, el
sensor de huella dactilar 2001 se ubica en general bajo la pantalla de representacion 2002, por lo que es
conveniente para tocar el sensor de huella dactilar 2001. El sensor de huella dactilar 2001 puede ademas disponerse
en otras posiciones y la presente divulgacion no se limita a ello.

Lo que se necesita ilustrar es que el sensor de huella dactilar 1001 puede ser un sensor de huella dactilar 100 o un
sensor de huella dactilar 200 ilustrado en las siguientes descripciones y el sensor 2001 también puede ser el sensor
de huella dactilar 100 o el sensor de huella dactilar 200 ilustrado en las siguientes descripciones.

La figura 3 es una vista en perspectiva de un sensor de huella dactilar de acuerdo con una realizacién de la presente
divulgacién. El sensor de huella dactilar 100 puede incluir un conjunto de chip 11 y un conjunto de proteccion 12. El
conjunto de proteccion 12 puede rodear un lado periférico del conjunto de chip 11 para proteger el conjunto de chip
11 y aumentar la rigidez del sensor de huella dactilar 100, por lo que es conveniente para montar el sensor de huella
dactilar 100. En la realizacion, el conjunto de proteccion 12 rodea todo el lado periférico del conjunto de chip 11.
Ciertamente, puede entenderse que en otras realizaciones el conjunto de proteccion 12 puede rodear una porcion
del lado periférico del conjunto de chip 11, por ejemplo, una mitad del lado periférico del conjunto de chip 11.

Con referencia a las figuras 4-6, el conjunto de chip 11 puede incluir una tarjeta de circuito 111 y un elemento de
sellado 112 laminado en la tarjeta de circuito 111. El elemento de sellado 112 puede hacerse de un compuesto de
moldeo de epoxi (EMC). La tarjeta de circuito 111 sobresale del elemento de sellado 112. El elemento de sellado
112 puede incluir una superficie de limitacion 1121 que rodea la tarjeta de circuito 111. En la realizacion, la superficie
de limitacion 1121 es anular. Ciertamente, en otras realizaciones, la superficie de limitacion 1121 puede tener otras
formas y la presente divulgacion no se limita a ello.

El conjunto de proteccidon 12 puede incluir un primer elemento de proteccion 121 y un segundo elemento de
proteccion 122. El primer elemento de proteccién 121 se acopla con la superficie de limitacion 1121 para rodear la
tarjeta de circuito 111. En la realizacion, el primer elemento de proteccion 121 es anular. Ciertamente, en otras
realizaciones, el primer elemento de proteccién 121 puede tener otras formas, y lo que se necesita es que el primer
elemento de proteccion 121 pueda acoplarse con la superficie de limitacion 1121. El segundo elemento de
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proteccion 122 sobresale desde un lado del primer elemento de proteccion 121 lejos de la tarjeta de circuito 111 y
rodea todo el lado periférico del elemento de sellado 112 o una porcién del lado periférico del elemento de sellado
112.

En la realizacion, el primer elemento de proteccion 121 se fija a la superficie de limitacién 1121 mediante una capa
adhesiva 13, de modo que el conjunto de proteccién 12 puede fijarse al conjunto de chip 11. Ciertamente, en otras
realizaciones, el segundo elemento de proteccion 122 puede fijarse al lado periférico del elemento de sellado 112, de
modo que el conjunto de proteccion 12 puede fijarse ademas al conjunto de chip 11. Asi mismo, el espesor del
primer elemento de proteccion 121 puede ser sustancialmente igual que o menor que el de la tarjeta de circuito 111
0 una suma del espesor del primer elemento de proteccién 121 y el espesor de la capa adhesiva 13 puede ser
sustancialmente igual que o menor que el de la tarjeta de circuito 111, por lo que el primer elemento de proteccion
121 no es mas alto que la tarjeta de circuito 111.

En la realizacion, el primer elemento de proteccion 121 se acopla con la superficie de limitacion 1121 del elemento
de sellado 112 que rodea la tarjeta de circuito 111. Por ello, el sensor de huella dactilar 100 no es grueso debido al
conjunto de proteccion 12, por lo que el sensor de huella dactilar 100 es adecuado para un terminal fino.

En referencia ademas a la figura 7 y la figura 8, el conjunto de chip 11 puede incluir ademas un troquel 113. El
elemento de sellado 112 define una cavidad de recepcion 1122. El troquel 113 se recibe en la cavidad de recepcion
1122 y se acopla eléctricamente a la tarjeta de circuito 111. El troquel 113 puede fijarse a la tarjeta de circuito 111
mediante adhesivo y el troquel 113 se acopla eléctricamente a almohadillas de unién 1110.

En algunas realizaciones, la cavidad de recepcién 1122 puede incluir una abertura (no mostrada) lejos de la tarjeta
de circuito 111. Es decir, el elemento de sellado 112 no cubre una superficie del troquel 113 lejos de la tarjeta de
circuito 111. En esta condicion, el conjunto de chip 11 puede incluir ademas una capa de decoracién (no indicada)
que cubre la abertura. La capa de decoracién puede tener un patrén para embellecer el sensor de huella dactilar
200. Ciertamente, el sensor de huella dactilar 200 puede ademas protegerse por la capa de decoracion.

Con referencia a las figuras 9-11, el sensor de huella dactilar 200 segun ofra realizacién de la presente divulgacion
puede incluir un conjunto de chip 21 y un conjunto de proteccién 22. Una diferencia entre el sensor de huella dactilar
100 vy el sensor de huella dactilar 200 es que el elemento de sellado 212 sobresale de la tarjeta de circuito 211 y la
tarjeta de circuito 211 incluye una superficie de limitacién 2111 alrededor del elemento de sellado 212. En la
realizacion, la superficie de limitacién 2111 es anular. Ciertamente, en otras realizaciones, la superficie de limitacion
2111 puede tener otras formas y la presente divulgacion no se limita a ello.

Con referencia ademas a las figuras 12-14, el elemento de proteccién 22 puede incluir un primer elemento de
proteccion 221 y un segundo elemento de proteccién 222. El primer elemento de proteccién 221 se acopla con la
superficie de limitacion 2111 para rodear el elemento de sellado 212. Ciertamente, en otras realizaciones, el primer
elemento de proteccién 221 puede tener otras formas, y lo que se necesita es que el primer elemento de proteccion
221 pueda acoplarse con la superficie de limitaciéon 2111. El segundo elemento de proteccion 222 sobresale desde
un lado del primer elemento de proteccion 221 lejos del elemento de sellado 212 y rodea todo el lado periférico de la
tarjeta de circuito 211 o una porcion del lado periférico de la tarjeta de circuito 211.

En la realizacion, el primer elemento de proteccion 221 se fija a la superficie de limitacion 2111 mediante una capa
adhesiva 23, de modo que el conjunto de proteccién 22 puede fijarse al conjunto de chip 21. Ciertamente, en otras
realizaciones, el segundo elemento de proteccion 222 puede fijarse al lado periférico del elemento de sellado 212, de
modo que el conjunto de proteccion 22 puede fijarse ademas al conjunto de chip 21. Asi mismo, el espesor del
primer elemento de proteccion 221 puede ser sustancialmente igual que o menor que el de la tarjeta de circuito 212
0 una suma del espesor del primer elemento de proteccién 221 y el espesor de la capa adhesiva 23 puede ser
sustancialmente igual que o menor que el de la tarjeta de circuito 211, por lo que el primer elemento de proteccion
221 no es mas alto que la tarjeta de circuito 211.

En la realizacion, el primer elemento de proteccién 221 se acopla con la superficie de limitacién 2111 de la tarjeta de
circuito 211 que rodea el elemento de sellado 212. Por ello, el sensor de huella dactilar 100 no es grueso debido al
conjunto de proteccion 12, por lo que el sensor de huella dactilar 100 es adecuado para un terminal fino.

Asi mismo, el conjunto de chip 21 puede incluir ademas un troquel 213. El elemento de sellado 212 define una
cavidad de recepcién 2122. El troquel 213 se recibe en la cavidad de recepcion 212 y se acopla eléctricamente a la
tarjeta de circuito 211. El troquel 213 puede fijarse a la tarjeta de circuito 211 mediante adhesivo y el troquel 213 se
acopla eléctricamente a almohadillas de unién 2110.

En algunas realizaciones, la cavidad de recepcion 2122 puede incluir una abertura (no indicada) lejos de la tarjeta de
circuito 211. Es decir, el elemento de sellado 212 no cubre una superficie del troquel 213 lejos de la tarjeta de
circuito 211. En esta condicion, el conjunto de chip 21 puede incluir ademas una capa de decoracién (no indicada)
que cubre la abertura. La capa de decoracién puede tener un patrén para embellecer el sensor de huella dactilar
200. Ciertamente, el sensor de huella dactilar 200 puede ademas protegerse por la capa de decoracion.
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Ciertamente, en otras realizaciones, un conjunto de proteccién puede no estar presente en un sensor de huella
dactilar. El conjunto de proteccion puede ser una porcién de un alojamiento de un terminal con el sensor de huella
dactilar, por ejemplo, el conjunto de proteccion y el alojamiento pueden formarse integralmente.

La figura 15 es un diagrama de flujo de un método para fabricar un sensor de huella dactilar de acuerdo con una
realizacién de la presente divulgacion. El método puede incluir lo siguiente.

En el bloque 001, se corta una base de chip para adquirir multiples conjuntos de chip. Cada conjunto de chip puede
incluir una tarjeta de circuito y un elemento de sellado laminado en la tarjeta de circuito.

En el bloque 003, un lado periférico de la tarjeta de circuito se corta para exponer una porcion del elemento de
sellado (es decir, la superficie de limitacion como se describié antes).

En el bloque 005, se monta un conjunto de proteccion para provocar que el conjunto de proteccion se acople con la
superficie de limitacion del elemento de sellado.

En realizaciones alternativas, en el bloque 003, no se corta la tarjeta de circuito y un lado periférico del elemento de
sellado se corta para exponer una porcion de la tarjeta de circuito (la superficie de limitacion antes descrita). En el
bloque 005, el elemento de proteccion se acopla con la superficie de limitacion de la tarjeta de circuito.

Aunque antes se ha descrito la presente divulgacion en detalle con referencia a las realizaciones a modo de ejemplo,
el alcance de la presente divulgacion no se limita a esto. Como se les ocurrird a los expertos en la materia, la
presente divulgacion es susceptible de tener diversas modificaciones y cambios sin apartarse del principio de la
presente divulgacion. Por lo tanto, el alcance de la presente divulgacion deberia determinarse por el alcance de las
reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un sensor de huella dactilar que comprende un conjunto de chip (11) y un conjunto de proteccion (12), en donde
el conjunto de chip (11) comprende una tarjeta de circuito (111) y un elemento de sellado (112) laminado en la tarjeta
de circuito (111) y en donde el conjunto de proteccién (12) comprende un primer elemento de proteccion (121),
caracterizado por que:

el conjunto de proteccion (12) rodea al menos una porcién del lado periférico del conjunto de chip (11);
la tarjeta de circuito (111) sobresale del elemento de sellado (112);
el elemento de sellado (112) comprende una superficie de limitacion (1121) que rodea la tarjeta de circuito (111);

una forma de la superficie de limitacion (1121) es igual que la del primer elemento de proteccion (121), en donde
la superficie de limitacion (1121) del elemento de sellado (112) esta acoplada al primer elemento de proteccion
(121) para definir un espacio para recibir la tarjeta de circuito (111).

2. El sensor de huella dactilar de la reivindicaciéon 1, en donde el conjunto de proteccion (12) comprende ademas un
segundo elemento de proteccion (122), el segundo elemento de proteccion (122) sobresale desde un lado del primer
elemento de proteccion (121) de la tarjeta de circuito (111) y rodea al menos una porcion del lado periférico del
elemento de sellado (112).

3. El sensor de huella dactilar de la reivindicacién 1, en donde el sensor de huella dactilar comprende ademas una
capa adhesiva (13), el primer elemento de proteccion (121) esta fijado a la superficie de limitacion (1121) mediante la
capa adhesiva (13).

4. El sensor de huella dactilar de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde el primer elemento de proteccion
(121) es anular.

5. El sensor de huella dactilar de cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde el conjunto de chip (11)
comprende ademas un troquel (113), el elemento de sellado (112) define una cavidad de recepcion (1122),

y el troquel (113) es recibido en la cavidad de recepcion (1122) y esta acoplado eléctricamente a la tarjeta de circuito
(111).

6. Un sensor de huella dactilar que comprende un conjunto de chip (21) y un conjunto de proteccion (22), en donde
el conjunto de chip (21) comprende una tarjeta de circuito (211) y un elemento de sellado (212) laminado en la tarjeta
de circuito (211) y el conjunto de proteccion (22) comprende un primer elemento de proteccion (221),

caracterizado por que:

el conjunto de proteccion (22) rodea al menos una porcién del lado periférico del conjunto de chip (21);
el elemento de sellado (212) sobresale de la tarjeta de circuito (211);
la tarjeta de circuito (211) comprende una superficie de limitacion (2111) que rodea el elemento de sellado (212)

una forma de la superficie de limitacion (2111) es igual que la del primer elemento de proteccion (221) en donde
la superficie de limitacién (2111) de la tarjeta de circuito (211) esta acoplada primer elemento de proteccion (221)
para definir un espacio para recibir el elemento de sellado (212).

7. El sensor de huella dactilar de la reivindicacién 6, en donde el conjunto de proteccion (22) comprende ademas un
segundo elemento de proteccion (222), el segundo elemento de proteccion (222) sobresale desde un lado del primer
elemento de proteccion (221) del elemento de sellado (212) y rodea al menos una porcién del lado periférico de la
tarjeta de circuito (211).

8. Un terminal que comprende un alojamiento y un sensor de huella dactilar de cualquier reivindicacion anterior.
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Cortar una base de chip para adquirir multiples conjuntos ./OO]

de chip, en donde cada conjunto de chip incluye una
tarjeta de circuito y un elemento de sellado laminado en la
tarjeta de circuito

I

003
Cortar un lado periférico de la tarjeta de circuito para
exponer una porcion del elemento de sellado
005
Montar un conjunto de proteccion para provocar que el /‘

conjunto de proteccion se acople con la porcion del
elemento de sellado
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